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MICROBATERTA QUE  INCORPORA  CONEXIONES  PASANTES Y

PROCEDIMIENTO DE REALIZACION DE TAL MICROBATERIA
DESCRIPCION

Ambito técnico de la invencioén

La 1invencidon se refiere a una microbateria que
Incorpora

- un soporte que tiene una cara anterior y una
cara posterior,

- unos colectores de corriente primero y segundo,
dispuestos sobre la cara anterior del soporte,

- un apilamiento que 1Incorpora un anodo y un
catodo separados por un electréolito, hallandose el anodo y
el catodo respectivamente en contacto con los colectores
de corriente primero y segundo,

- una capa de proteccion que recubre dicho
apilamiento,

- unos medios de conexion eléctrica en contacto
con los colectores de corriente primero y segundo.

Estado de la técnica

Segun se representa en la figura 1 y se describe en
particular en el documento US-A-2002/0037756, las
microbaterias incorporan, como es convencional, un soporte
1 que, teniendo una cara anterior 2 y una cara posterior
3, lleva sobre él dispuestos unos colectores de corriente
primero (4) y segundo (5) y un apilamiento que incorpora
un anodo 6 y un catodo 8 separados por un electrolito 7.
ElI anhodo 6 y el catodo 8 se hallan respectivamente en
contacto con los colectores de corriente primero 4 vy
segundo 5. Los colectores de corriente 4 y 5 incorporan de
ordinario unas lengiuetas de contacto que permiten conectar
una carga eléctrica externa con Jlos colectores de
corriente primero y segundo 4 y 5 y, asi, con el anodo 6 y
con el catodo 7 de la microbateria. Las lengluetas de
contacto van dispuestas tipicamente sobre el soporte 1, a
uno y otro lado de dicho apilamiento y estan constituidas,
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por ejemplo, por las prolongaciones de los colectores de
corriente 4 y 5. Sobre las lengietas de contacto van
soldados unos hilos de contacto para conectar la carga
eléctrica externa. El espesor del apilamiento puede ser
inferior a 50 micrometros.

La energia almacenada en [la bateria depende
esencialmente de la superficie de los electrodos, es
decir, del anodo 6 y del catodo 8. Asi, la reduccion del
tamafio de Hlas baterias impone el empleo de capas muy
delgadas para realizar los electrodos y el electrolito.
Por otro lado, cuando la microbateria esta montada sobre
la pastilla de un circuito integrado, la superficie
disponible es a menudo muy limitada.

Se pueden asociar eléctricamente varias
microbaterias en serie o en paralelo. Al objeto de reducir
al minimo el tamafio de un dispositivo que incorpora una
pluralidad de baterias, se procura entonces reducir al
minimo el tamafio de las lengletas de contacto.

De manera clasica, la fabricacion de las baterias
consta de procedimientos de extension de sucesivas capas
activas que constituyen el anodo, el electrélito y el
catodo. Al estar constituidos el anodo, el catodo y el
electrolito por materiales muy reactivos, toda la bateria
se recubre de ordinario con una capa de proteccion o de
revestimiento. SOlo las lengletas de contacto no han de
ser recubiertas, lo que es dificil de realizar, sobre todo
en un dispositivo terminado.

Objeto de la invencion

La 1invencion tiene por TfTinalidad solventar estos
inconvenientes vy, especialmente, reducir al minimo el
tamafio de una microbateria y evitar una etapa de apertura
focalizada de los contactos en la fase fTinal de
fabricacion.

De acuerdo con la invencion, esta finalidad se logra
por las reivindicaciones que se adjuntan Yy, mas
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particularmente, por el hecho de que los medios de

conexion eléctrica 1Incorporan conexiones troncoconicas

pasantes por el soporte desde su cara anterior a su cara
posterior.

La iInvencion tiene asimismo por objetivo un
procedimiento de realizacion de una microbateria segun la
invencidon que consta sucesivamente de:

- el grabado, en la cara anterior del soporte, de
cavidades que tienen una profundidad inferior al espesor
del soporte,

- el [llenado de las cavidades con un material
conductor destinado a constituir las conexiones pasantes
por el soporte,

- la sucesiva deposicion, sobre la cara anterior
del soporte, de los colectores de corriente primero y
segundo, del apilamiento y de la capa de proteccion,

- la retirada de un espesor de la cara posterior
del soporte, de manera que se descubra el material
conductor contenido en las cavidades.

Breve descripcion de los dibujos

Otras ventajas Yy caracteristicas resultaran mas
evidentes a partir de la descripcion que sigue de formas
de realizacion particulares de 1la invencion, dadas a
titulo de ejemplos no limitativos y representadas en los
dibujos que se adjuntan, en los que:

La figura 1 representa una microbateria segun la
técnica anterior.

La figura 2 representa una forma de realizacion
particular de una microbateria segun
la invencion.

Las figuras 3 a 6 representan diferentes etapas de una
forma de realizacion particular de un
procedimiento de Tfabricacion de una
microbateria segun la invencion.

Descripcion de formas de realizacion particulares
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La microbateria representada en Qla figura 2
incorpora un soporte 1, preferentemente de silicio, que
tiene una cara anterior 2 y una cara posterior 3. EI
soporte de silicio presenta la ventaja de ser compatible
con los procedimientos de deposicion derivados de las
técnicas de la microelectronica. Sobre la cara anterior 2
del soporte 1, van dispuestos unos colectores de corriente
primero (4) y segundo (5). Sobre 1los colectores de
corriente 4 y 5 va dispuesto un apilamiento que incorpora
un catodo 8 y un anodo 6 separados por un electrolito 7.
ElI ahodo 6 y el catodo 8 se hallan respectivamente en
contacto con Qlos colectores de corriente primero 4 vy
segundo 5. Una capa de proteccion 9 recubre dicho
apilamiento y, asi, garantiza la estanqueidad de la
microbateria. Los colectores de corriente primero (4) y
segundo (5) se hallan en contacto con unas conexiones 10
pasantes por el soporte 1 desde su cara anterior 2 a su
cara posterior 3.

En la forma de realizacion particular representada
en la figura 2, el apilamiento recubre sensiblemente la
totalidad de la cara anterior 2 del soporte 1. Asi, la
totalidad de la cara anterior 2 del soporte 1 es utilizada
Unicamente para el apilamiento de la microbateria, sin
pérdidas de superficie para eventuales lengluetas de
contacto. En 1la figura 2, 1la microbateria se halla
dispuesta sobre una carga eléctrica 11, por ejemplo un
circuito integrado, que 1incorpora unas lengietas de
contacto 12. Unas caras posteriores 14 de las conexiones
pasantes 10 van unidas, por ejemplo por mediacion de
microesferas fusibles 13, a las lengletas de contacto 12
de la carga eléctrica 11. Asi, las caras posteriores 14 de
las conexiones pasantes 10 cumplen, sobre 1la cara
posterior 3 del soporte 1, la funcion de bornes de
conexion posteriores de la microbateria. Los bornes de
contacto permiten enlazar la microbateria con una o varias
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microbaterias suplementarias, con una pastilla electrénica
0 con una carga eléctrica cualquiera. Se pueden conectar
baterias, por ejemplo, directamente entre si, cara
posterior contra cara posterior, en serie o en paralelo.
Se puede proyectar asimismo depositar lenguetas de
contacto sobre las caras posteriores 14 de las conexiones
pasantes 10. El espesor total de la microbateria,
incluidos el apilamiento y el soporte 1, puede ser del
orden de 0,1 mm.

Las figuras 3 a 6 representan sucesivas etapas de un
procedimiento particular de realizacion de una
microbateria segun la invencion. Segun se representa en la
figura 3, en la cara anterior 2 del soporte 1, se graban
unas cavidades 15 que tienen una profundidad inferior al
espesor del soporte, de manera que se constituyan
orificios no pasantes. El grabado puede hacerse mediante
un procedimiento de grabado quimico o0 mediante un
procedimiento por plasma reactivo. La profundidad de una
cavidad 15 es, por ejemplo, de 50 micrometros y el espesor
del soporte 1 es de 100 micrdémetros. En la figura 3, las
cavidades 15 se estrechan en direccion a la cara posterior
del soporte 1. Por el contrario, la solicitud de patente
europea EP1673834 que, publicada el 28/07/06 reivindica
una prioridad con fecha del 06/10/03, describe una
microbateria cuyos contactos van unidos a conexiones
pasantes cilindricas.

Segun se representa en la figura 4, a continuacion
se llenan las cavidades 15 con un material conductor 16
destinado a constituir las conexiones 10 pasantes por el
soporte 1. EI llenado de las cavidades 15 con el material
conductor 16 se efectua, preferentemente, por crecimiento
electrolitico, por ejemplo de cobre. En Qla forma de
realizacion particular representada en la figura 4, la
cara anterior 2 del soporte 1 y el material conductor 16
forman una superficie plana comin. Para obtener semejante
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superficie plana comin, se puede efectuar una etapa
suplementaria de planarizacion, concretamente cuando, tras
el llenado de las cavidades 15, el material conductor 16
sobresale de la cara anterior del soporte 1.

En la figura 5 estad representada la deposicion
sucesiva, sobre la cara anterior 2 del soporte 1, de los
colectores de corriente primero 4 y segundo 5, del
apilamiento y de la capa de proteccion 9. Los colectores
de corriente y el apilamiento de [la microbateria se
construyen entonces sobre el material conductor 16
destinado a constituir las conexiones pasantes por el
soporte 1, posteriormente. Asi, el material conductor 16
queda encerrado provisionalmente en las cavidades 15,
entre el material de soporte 1 y los colectores de
corriente 4 y 5, para ser descubierto en el final del
procedimiento.

El anodo 6 se realiza, por ejemplo, por evaporacion
térmica de Hlitio y tiene, preferentemente, un espesor
comprendido entre 3 y 5 micrometros. ElI electrélito 7
puede iIncorporar un compuesto que contiene litio tal como
oxinitruro de litio y de fdésforo, mas conocido por el
nombre de LiIPON. El electrolito 7 tiene, preferentemente,
un espesor comprendido entre 1 y 2 micrometros. Los
colectores de corriente 4 y 5 tienen, por ejemplo, un
espesor comprendido entre 0,2 y 0,5 micrometros. EI
apilamiento asi como los colectores de corriente 4 y 5 se
pueden realizar asimismo mediante un procedimiento de
deposicion fisica en fase de vapor (PVD o "Physical Vapor
Deposition™) o por vaporizacion a baja temperatura.

A continuacidén, segun se representa en la figura 6,
se retira un espesor de la cara posterior 3 del soporte 1,
de tal manera que se descubre el material conductor 16
contenido en las cavidades 15. Asi, el soporte es
adelgazado, por ejemplo quitando un espesor de 50
micrometros, y se liberan los bornes de conexiéon de la
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microbateria, haciendo que aparezcan por el dorso de la
bateria. La retirada de dicho espesor de la cara posterior
3 del soporte 1 se efectua, preferentemente, por pulido
mecanico-quimico.

La invencion no se limita a la forma de realizacion
particular anteriormente descrita. De forma particular, el
soporte 1 puede ser de vidrio, de ceramica (circona,
alumina) o de polimero (poliéter-éter-cetona PEEK;
poliimida).
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REIVINDICACIONES

1. Microbateria que iIncorpora

- un soporte (1) que tiene una cara anterior (2)
y una cara posterior (3),

- unos colectores de corriente primero (4) vy
segundo (5), dispuestos sobre la cara anterior (2) del
soporte (1),

- un apilamiento que incorpora un anodo (6) y un
catodo (8) separados por un electrolito (7), hallandose el
anodo (6) y el catodo (8) respectivamente en contacto con
los colectores de corriente primero (4) y segundo (5),

- una capa de proteccion (9) que recubre dicho
apilamiento,

- unos medios de conexion eléctrica en contacto
con los colectores de corriente primero (4) y segundo (5),

microbateria caracterizada porque los medios de
conexion eléctrica incorporan conexiones (10) que,
pasantes por el soporte (1) desde su cara anterior (2) a
su cara posterior (3), van estrechandose.

2. Microbateria segun la reivindicacion 1,
caracterizada porque incorpora bornes de conexion
dispuestos sobre la cara posterior (3) del soporte (1).

3. Microbateria segun una de las reivindicaciones 1 y
2, caracterizada porque el apilamiento recubre
sensiblemente la totalidad de la cara anterior (2) del
soporte (1).

4. Microbateria segun una cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizada porque el soporte

(1) es de silicio, de vidrio, de ceramica o de polimero.

5. Microbateria segun una cualquiera de las
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reivindicaciones 1 a 4, caracterizada porque presenta un
espesor total del orden de 0,1 mm.

6. Procedimiento de realizacion de una microbateria
segun una cualquiera de las reivindicaciones 1 a 5,
caracterizado porque consta sucesivamente de

- el grabado, en la cara anterior (2) del soporte
(1), de cavidades (15) que tienen una profundidad inferior
al espesor del soporte (1),

- el [llenado de las cavidades (15) <con un
material conductor (16) destinado a constituir las
conexiones (10) pasantes por el soporte (1),

- la sucesiva deposicion, sobre la cara anterior
(2) del soporte (1), de 1los colectores de corriente
primero (4) y segundo (5), del apilamiento y de la capa de
proteccion (9),

- la retirada de un espesor de la cara posterior
(3) del soporte (1), de manera que se descubra el material
conductor (16) contenido en las cavidades (15).

7. Procedimiento segun la reivindicacion 6,
caracterizado porque el grabado se hace mediante un
procedimiento quimico o0 mediante un procedimiento por
plasma reactivo.

8. Procedimiento segun una de las reivindicaciones 6 y
7, caracterizado porque el llenado de las cavidades (15)
con un material conductor (16) se efectua por crecimiento
electrolitico.

9. Procedimiento segun una cualquiera de las
reivindicaciones 6 a 8, caracterizado porque la retirada
de dicho espesor de la cara posterior (3) del soporte (1)
se efectlua por pulido mecanico-quimico.
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REFERENCIAS CITADAS EN LA DESCRIPCION

Esta lista de referencias citadas por el solicitante
no tiene otro proposito que servir de ayuda al lector y no
forma parte del documento de Patente Europea. A pesar de
la gran atencion dedicada a su confeccidon, no puede
descartarse la presencia de errores u omisiones, en cuyo
caso la OEP declina toda responsabilidad.
Documentos de patente citados en la descripcién
- US 20020037756 A [0003] =~ EP 1673834 A [0013]
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